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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件的封装结构及封装方法，其中，OLED
显示器件的封装结构包括基板、位于基板表面的OLED元件、盖板和密封
胶，密封胶将盖板与基板粘结构成一密闭空腔，所述盖板尺寸大于基板
尺寸，该OLED显示器件的封装结构还包括一圈闭合的围堰和填充胶，围
堰设置于盖板的边缘，围堰的高度大于密封胶的高度而小于或等于密封
胶高度与基板厚度之和，填充胶填充于由盖板、围堰、基板和密封胶构
成的环形凹槽中，通过密封胶和填充胶两重结构对OLED元件进行密封保
护，与传统的封装结构相比，密封性显著提高，能够更好的阻挡环境中
的水汽和/或氧气进入OLED显示器器件的封装结构。
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